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ByVention 3015

Moc lasera 2200W 4400 W
Dtugos¢ 6000 mm 6000 mm
Szerokos¢ 6000 mm 6400 mm
Wysokos¢ 2150 mm 2150 mm




Innowacyjna koncepcja przeptywu materiatu

ByVention jest najmniejszym urzadzeniem do laserowego ciecia blach o standardowych formatach. Dzieki

innowacyjnej i przemyslanej koncepcji przeptywu materiatu, obrabiane elementy przenoszone sg w sposéb

ciagly i automatyczny ze strefy ciecia. Uzytkownik posiada dostep do tych elementdw jeszcze w czasie trwa-

nia procesu ciecia. Odbidr elementéw jest prosty i wygodny. Strefa odbioru jest tatwo dostepna.

Arkusz blachy uktadany jest recznie na stét i

dosuwany do oporu.

Arkusz wciggany jest automatycznie do strefy

ciecia. Elementy znajdujace sie w obrebie

pierwszego segmentu sa wycinane.

W przypadku ByVention, blacha dzielona jest
na segmenty, ktére sa po kolei obrabiane. Ist-

niejg trzy rozne strategie podziatu elementéw

a) Strategia bez naktadania sie

Strategia ta jest odpowiednia dla elementéw, ktére daja sie opty-
malnie roztozy¢ na planie prostokata. Zanim rozpocznie sie pro-
ces wycinania elementéw, segment odcinany jest w linii prostej.
Maksymalna dtugos¢ segmentu odpowiada dtugosci strefy ciecia

rzedu 772 milimetréw.

na arkuszu blachy.

b) Strategia z naktadaniem si¢ i czesciowym cieciem

Ta strategia pozwala na maksymalne wykorzystanie blachy w
przypadku, gdy elementy nie daja sie optymalnie rozmiescic¢

na planie prostokata. Ciecie nachodzi czesciowo na kontury
zewnetrzne elementéw i tym samym nie zawsze przebiega w linii
prostej. Segmenty zazebiajg sie. Elementy jednego segmentu
umieszczone sa w obrebie strefy segmentu od 772 do 1562 mili-

metréw.



Po zakonczeniu obrébki, kolejny segment
arkusza odkfadany jest automatycznie do

stotu odbiorczego.

Stét odbiorczy automatycznie przesuwa obro-
biony segment arkusza ze strefy ciecia do strefy
odbioru. Jednoczesnie arkusz blachy wprowa-
dzany jest do strefy ciecia, umozliwiajac tym
samym ciecie kolejnego segmentu. Wyciete

elementy oraz resztki blachy sg recznie wyjmo-

wane ze strefy odbioru.
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Po zakoriczeniu obrébki, segment arkusza
odkfadany jest automatycznie do stotu odbior-
czego. Proces ten powtarzany jest tyle razy, az
obrébce poddany zostanie caty arkusz blachy.
Gdy tylko ostatni segment arkusza znajdzie sie

w strefie ciecia, woéwczas na stole mozna utozy¢

kolejny arkusz blachy.

Oprogramowanie do ciecia i giecia Bysoft firmy Bystronic obstuguje wszystkie funkcje urza-

dzenia ByVention i w zaleznosci od preferencji, w trakcie programowania przeprowadzany

jest automatyczny wybor optymalnej strategii segmentacji arkusza blachy.

c) Strategia z naktadaniem sie i catkowitym cigciem

Ta strategie mozna zastosowac alternatywnie do strategii b), szcze-
gdlnie w przypadku blach o grubosci od 3 milimetréw, ztozonej
geometrii detalu lub gdy wiele czesci znajduje sie w strefie nakta-
dania sie. W przeciwienstwie do strategii b) zachodzi tu catkowite
ciecie przebiegajace w zdefiniowanym odstepie wzdtuz konturéw

detalu. Ma to te zalety, ze:

1. trzeba tylko raz naktu¢, co przede wszystkim w przypadku gru-
bych blach oszczedza czas i

2. réwniez w przy ztozonych detalach i rozmieszczeniach, jak i
wiekszych grubosciach blachy zagwarantowane jest maksymal-

ne bezpieczenstwo proceséw.



Urzadzenie do ciecia promieniem lasera

ByVention 3015

Moc lasera

2200W

4400 W

Nominalny wymiar blachy (dtugos¢ x szerokos¢)

3000 x 1500 mm
2500 x 1250 mm

3000 x 1500 mm
2500 x 1250 mm

2000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm

Strefa ciecia x=1562 mm x=1562 mm
y= 772mm y= 772mm

z= 100 mm z= 100 mm

Maksymalna predkos¢ pozycjonowania rownolegle do osi x, y 100 m/min 100 m/min
Maksymalna predkos¢ pozycjonowania jednoczesna 140 m/min 140 m/min
Odchylenie pozycji Pa* +0,Tmm +0,T mm
Rozrzut pozycji Ps * +0,05 mm +0,05 mm
Waga maszyny ** 13500 kg 14600 kg

Fundament normalna, uzbrojona podfoga przemystowa zgodnie z planem ustawienia
Gtowica tnaca 5" zawarta zawarta
Glowica tnaca 7,5" opcjonalnie zawarta

Zuzycie gazu

zalezne od materiatu

Obstuga

panel obstugi z ekranem dotykowym

Napedy nosnikéw danych

ztacze USB 1.1 na panelu obstugi

Przytacze sieciowe

przytacze RJ45 10/100 MBit/s

ByVision (specyfikacje patrz na osobnym arkuszu danych) opcjonalnie opcjonalnie
Zrédto laserowe CO, Bylaser 2200 ByLaser 4400
Moc 2200 W 4400 W
Dtugoscé fali 10,6 um 10,6 um
Polaryzacja kotowa kotowa
Czestotliwos¢ impulséw 1-2500 Hz 1-2500 Hz
Maksymalne grubosci blachy ***

Stal konstrukcyjna 8 mm 8 mm

Stal nierdzewna 6 mm 8 mm

Aluminium 4mm 8 mm
Pobdr mocy elektrycznej przez urzadzenie **** 35 kW 54 kW

* Wedtug VDI/DGQ 3441, odcinek pomiarowy 1 m. Doktadnos¢ czesci z blachy zalezna jest od wykorzystanego materiatu i od jego

obrobki wstepnej oraz wielkosci ptyty i stopnia jej rozgrzania.

** Kompletne urzadzenie do ciecia promieniem lasera bez zespotu chtodzaco-filtrujagcego

*** Aby mozna byto cig¢ blachy o maksymalnych grubosciach, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

- Optymalnie konserwowane i ustawione urzadzenie do ciecia

- Materiaty musza mie¢ cechy jakosciowe wymagane przez firme Bystronic (materiaty laserowe)

****  Typowe zuzycie wraz z zespotem chtodzaco-filtrujgcym

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian wymiarow, konstrukgji i wyposazenia. Certyfikacja zgodna z 1SO 9001

Kontakt z nami

www.bystronic.com
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